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ECE認定プログラム

要素プロセス技術1, 2, 3,４　 デバイスコース1,２

ECE認定基準

3/4以上受講

満たない場合、レポート（アンケート）提出

要素プロセス技術1

リソグラフィコース

要素プロセス技術2

エッチングコース

要素プロセス技術3

成膜コース

要素プロセス4

組立コース

要素技術コース

デバイスコース1 デバイスコース2

デバイス1

バルクマイクロマシニングコース

（ナノ・マイクロ流路形成）

デバイス2

サーフェスマイクロマシニング

コース

（電極/配線形成）

シリコンマイクロ流路の例）

実習はシリコンマイクロ流路形成と陽極接合

シリコン

ガラス

マイクロ流路

電極/配線の例）

実習はAu/Crスパッタとウェットエッチング

Au/Cr

マイクロ流路

ECE認定プログラム コース
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